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O (57) Abstract: The invention relates to a novel method for processing electrical components, especially semiconductor chips, which 
are respectively held in a detachable manner - as groups consisting of at least two components - by a first side thereof on a first carrier 
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(57) ZusammenfiBSSung: Die Erfindung bezieht sich auf ein neuartiges Verfahren zum Verarbeiten von elektrischen Bauelementen, 
insbesondere Halbleiterchips, die (Bauelemente) jeweils als Gnippe aus wenigstens zwei Bauelementen mit einer ersten Seite auf 
einem ersten Tr^ermaterial eines ersten Tragers Idsbar gehalten sind. 



wo 03/085702 




i£03/01058 



Verfahren zum Verarbeiten von elektrischen Bauelementen^ insbesondere von 
Halbleiterchips, sowie Vorrichtung zum Durchfuhren des Verfahrens 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren gemaS Oberbegriff Patentanspruch 1 
sowie auf eine Vorrichtung gemaB Oberbegriff Patentanspruch 22. 

[0 Bekannt ist die Herstellung von Halbleiterchips im Mehrfachnutzen auf einem 

Halbleiterwafer, der dann fur die weitere Verarbeitung der Halbleiterchips auf einem 
Trager, d. h. auf einer in einem Tragrahmen eingespannten Tragfolie (Blue-Foil) wieder 
losbar befestigt wird, und zwar derart, daft sich die elektrischen Anschlusse bzw. 
Kontaktflachen der Chips an der Tragfolie abgewandten Seite des Wafers befinden. 

15 AnschlieSend wird der Wafer in die einzelnen Halbleiterchips zertrennt, wobei die 
Chips weiterhin an der Tragfolie haften. 

Fur viele Anwendungen, beispielsweise fur Technologien, bei denen die Kontakte der 
Halbleiterchips nicht durch Drahtbonden, sondern unmitteibar mit auSeren Kontakten 

iO beispielsweise eines Substrats oder eines weiteren Halbleiterchips kontaktiert werden 
sollen, ist es notwendig, daft die Halbleiterchips gewendet, d. h. mit ihren 
Kontaktflachen voraus auf dem jeweiligen Substrat bzw. auf dortigen Kontaktflachen 
abgelegt werden. Nach der bisherigen Technik miissen die Chips hierfur jeweils 
einzein mit einen ersten Pick-Up-Element an einer Seite erfaBt und von der Tragerfolie 

25 abgenommen, dann zum Wenden an einer gegeniiberliegenden Seite mit einem 

zweiten Pick-Up-Element gefaBt und von dem ersten Pick-Up-Element abgenommen 
sowie schlieSlich mit dem zweiten Pick-Up-Element gewendet abgelegt werden. Dies 
ist umstandlich und zeitraubend. 
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Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren aufzuzelgen, mit dem es moglich 1st, 
jeweils eine Gruppe bestehend aus einer Vielzahl von elektrischen Bauelementen oder 
Halbleiterchips gemeinsam zu verarbeiten und dabei vorzugsweise im Mehrfachnutzen 
erneut z.B. auf einem Trager (zweiten Trager) abzulegen. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist ein Verfaiiren entsprechend dem Patentansprucii 1 
ausgebildet, Eine Vorrichtung zum Durchfuhren des Verfahrens ist entsprechend dem 
Patentansprucii 22 ausgefOhrt. 

Das Verarbeiten der Bauelemente und vorzugsweise auch das Ablegen der 
Bauelemente erfolgen beispielsweise im Mehrfachnutzen. Erfolgt durch das 
Verarbeiten ein Wenden, so konnen die Bauelemente von der Ablage in ihrer bereits 
gewendeten Form mit einfachen Mittein, beispielsweise mit herkommlichen Die- 
Bondern oder ahniichen Einrichtungen welterverarbeitet werden. 

^Bearbeiten* bedeutet im Sinne der Erfindung im einfachsten Fall das Transportieren 
der Bauelemente. ^Bearbeiten" bedeutet im Sinne der Erfindung insbesondere auch ein 
Wenden der Bauelemente und/oder ein Ablegen der Bauelemente im Mehrfachnutzen, 
d.h, als Gruppe von mehreren Bauelementen auf einer Ablage oder einem Trager. 

„Ablage oder Trager" bedeutet im Sinne der Erfindung allgemein jede beliebige 
Ablage, die zum Ablage und/oder Auflegen von Bauelementen geeignet ist, 
insbesondere auch eine Tragerfolie, ein Gurt, ein Transporteur, ein Tableau zur 
Aufnahme von mehreren Bauelementen usw. 

„Wenden im Mehrfachnutzen" bedeutet im Sinne der Erfindung, daB eine Gruppe von 
wenlgstens zwei Bauelementen oder Chips, beispielsweise ein ganzer, bereits in 
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einzelne Chips zertrennter, aber noch auf einem Tragermaterial oder einer Tragfolie 
(Blue-Foil) zusammengehaltener Halbleiterwafer gewendet wird und die einzelnen 
Bauelemente dann wieder als gesamte Cruppe oder als Teil der Gruppe oder aber 
einzein abgelegt werden. 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteranspruche. Die Erfindung 
wird im Folgenden anhand der Figuren an Ausfuhrungsbeispielen beschrieben. Es 
zeigen: 

Fig. 1 eine vereinfachte Prinzip-Darstellung zur Eriauterung einer Ausfuhrungsform der 
Erfindung; 

Fig. 2 in schematischer Darstellung einen Sclnnitt durch ein Transfer-Element zur 

Verwendung bei der Erfindung; 
Fig. 3 in Einzeldarstellung eine Trenn- oder Ubergabestation; 
Fig, 4 in vereinfachter Darstellung und in Seitenansicht ein Bauelement bzw. Chip; 
Fig. 5 in Teildarstellung und im Schnitt ein elektrisches Bauelement mit einem auf 

einem Substrat oder einer Leiterplatte angeordneten Chip; 
Fig. 6-8 die Trenn- und Ubergabestation einer weiteren moglichen Ausfuhrungsform 

der Erfindung in verschiedenen Arbeitszustanden und in einer der Figur 3 

entsprechenden Ansicht; 
Fig. 9 eine schematische Darstellung der Trenn- und ubergabestation der Figuren 6-7 

in einer Ansicht senkrecht zur Transportrichtung des die Bauelemente bzw. 

Chips an diese Station fordernden Transporteurs bzw. Transportbandes, 

zusammen mit einem anschlieftenden weiteren Transporteur; 
Fig. 10 eine Draufsicht auf eine Teillange des weiteren Transporteurs; 
Fig. n in perspektivischer Darstellung den Transporteur der Figuren 9 und 10, 

zusammen mit einem weiteren Transportelement; 
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Fig. 12 in vereinfachter Darstellung eine Draufsicht auf das Transportband mit den dort 
angeordneten Bauelementen vor der Trenn- und Ubergabeeinhelt der 
Figuren 6-8 bei einer weiteren moglichen Ausfuhrungsform; 

Fig. 13 und 14 in Draufsicht sowie in Seitenansicht eine weitere mogliche 
5 Ausfuiirungsform des Transferelementes zum Abtrennen des die Bauelemente 

tragenden Tragfolienteils und zum Aufbringen dieses Tragfolienteils mit den 
Bauelementen auf das Transportband des Transporteurs. 



10 Das in der Figur 1 dargestellte Verfahren bzw. die dort dargestellte Vorrichtung dienen 
dazu^ die jeweils von einem Halbleiterwafer 1 gebildeten, bereits getrennten und auf 
einer Tragfolie 3 (Blue-Foil) in einem Tragrahmen 4 gehaltenen Halbleiterchips 2 im 
MehrfacFinutzen zu wenden und in gewendeter Form fur eine weitere Verarbeitung der 
Halbleiterchips 2 wieder auf eine in einem Tragrahmen 4a gehaltene Tragfolie 3a 

.5 (Blue-Foil) abzulegen, und zwar unter Beibehaltung ihrer durch den Wafer 
vorgegebenen Ordnung. 

Wahrend die Halbleiterchips 2 ursprunglich auf der Tragfolie 3 so angeordnet sind, 
daB die Kontaktflachen 2' der Halbleiterchips 2 sich an der der Tragfolie 3 

10 abgewandten Oberseite des jeweiligen Chips 2 befinden, sind die Halbleiterchips 2 am 
Ende des in der Figur 1 dargestellten Verfahrens, welches auch als Flip-Chip-Prozess 
bezeichnet werden kann, auf der Tragfolie 3a so angeordnet, daB sie mit ihrer die 
Kontaktflachen 2' aufweisenden Seite gegen die Tragfolie 3a aniiegen. In dieser 
Anordnung konnen die Chips 2 dann besonders einfach weiterverarbeitet werden, 

:5 beispielsweise unter Verwendung einer Pick-Und-Place-Einheit z.B. beim Bestucken 
einer Leiterplatte oder eines weiteren Halbleiterchips (Chip-on-Chip-Technologie), in 
einen Die-Bonder usw., und zwar dadurch, daB die Halbleiterchips 2 mit ihren 
Kontaktflachen 2' auf Leiterbahnen der Leiterplatte, des weiteren Halbleiterchips usw. 
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aufgesetzt und so unmlttelbar werden. Die Tragerfolien 3 und 3a sind von einer 
selbstklebende Folie (Blue-Foil) gebildet, wie sie in der Halbleiterfertigung verwendet 
wird. 

5 Zur Durchfuhrung des Flip-Chip-Prozesses werden die jeweils an einem Teil 3' der 
Tragfolie 3 haftenden und bereits in die einzelnen Halbleiterchips 2 zertrennten Wafer 
1 an einer Aufgabestation 5 auf einen Transporteur 6 bzw. dessen Band 7 aufgesetzt, 
und zwar derart, daR der mit dem Wafer 1 ausgeschnittene Teil 3' der Tragfolie 3 mit 
seiner dem Wafer 1 abgewandten Unterseite auf der Oberseite des Transportbandes 7 

10 aufliegt. Das Transportband 7 ist von einer an ihrer Oberseite selbstklebend 

ausgebildeten und nur einmal verwendbaren bandformigen Transportfolie gebildet, die 
uber einen nicht dargestellten Antrieb beispielsweise getaktet von einem Vorrat 8 in 
Transportriciitung A des Transporteurs 6 abgezogen wird. 

15 An der Aufgabestation 5 stehen die mit den Wafern 1 versehenen Trager (Tragfolie 3 
und Tragrahmen 4) als Stapel 9 bereit. Weiterhin ist an der Aufgabestation 5 ein Pick- 
Up- und Trennelement 1 0 vorgesehen, welches u. a. einen Saugkopf 10' aufweist, der 
an seiner Unterseite eine zu dieser Unterseite bin offene und ansonsten geschlossene 
Ausnehmung 1 1 bildet. Zum Aufnehmen eines Wafers 1 wird der Saugkopf 10' mit 

10 seiner Unterseite voraus von oben her gegen die mit einem Wafer 1 versehene 

Tragfolie 3 des im Stapel 9 obersten Tragrahmens 4 heranbewegt (Abnahmeposition 
12), so daB der Saugkopf 10' bzw. dessen Offnung 1 1 den Wafer 1 vollstandig 
aufnimmt und die Tragfolie 3 mit einem den Wafer 1 umschlieBenden Randbereich 
gegen einen die Offnung der Ausnehmung 1 1 umschlieBenden Rand 1 3 der 

15 Saugkopfunterseite aniiegt. AnschlieBend werden die Ausnehmung 1 1 und/oder eine 
ringformige, die Ausnehmung 1 1 umschlieSende Nut 14 am Rand 13 mit einem 
Unterdruck beaufschlagt, so daS die Tragfolie 3 mit ihrem den Wafer 1 
umschlieBenden Randbereich gegen den Rand 13 des Saugkopfes 10' angesaugt ist. 
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Die Tragfolie 3 wird dann mit dem zugehorigen Tragrahmen 4 und dem Wafer 1 von 
dem Stapel 9 abgenommen und an eine Schneidposition 12a bewegt, an der mittels 
eines Schneidwerkzeuges 15 der an dem Saugkopf 10' gehaltene Teil 3' der Tragfolie 3 
von dem tiber den Saugkopf 10' radial wegstehenden Rest 3" dieser Tragfolie 3 und 
5 damit auch von dem Tragrahmen 4 abgetrennt wird, so daS nur noch der Teil 3' mit 
dem Wafer 1 am Saugkopf 10' gehalten ist. Die Tragrahmen 4 mit den Tragfolienresten 
3" werden entsprechend dem Pfeil B von der Schneidposition 12a weggefordert und 
einer erneuten Verwendung zugefuhrt. 

0 Der den Wafer 1 tragende Tragfolienteil 3' wird dann mit dem Saugkopf 10' an der 
Ubergabeposition der Station 5 auf die Oberseite des dort in einer horizontalen Ebene 
angeordneten Abschnitts 6' des Transporteurs 6 oder des Transportbandes 7 aufgesetzt. 

Das Transportband 7 bzw. die dieses Transportband bildende Transportfolie ist uber 
5 einen Wendebereich 16 gefuhrt, der im einfachsten Fall von einer um eine horizontale 
Achse senkrecht zur Transportrichtung A drehende Umlenkrolle oder Waize oder einer 
bogenformigen Fuhrung gebildet ist und an dem ein Wenden des Transportbandes 7 in 
der Weise erfolgt, daS auf dem in Transportrichtung A auf die Wendeeinrichtung 1 6 
folgenden Abschnitt 6" des Transporteurs 6 die Tragfolienteile 3' mit den Wafern 1 an 
0 der Unterseite des Transportbandes 7 hangend gehalten sind. 

Bei der dargestellten Ausfuhrungsform befindet sich die Lange 6" des Transporteurs 6 
wiederum in einer horizontalen Ebene, allerdings unterhalb der Lange 6'. Unterhalb 
der Lange 6" und parallel zu dieser ist die obere Lange 1 7' eines endlosen 
5 Transportbandes 1 7 angeordnet. Das Transportband 1 7 ist Bestandteil eines zweiten 
Transporteurs und endlos umlaufend und synchron mit dem Transportband 7 derart 
angetrieben, daB jeweils ein an der Unterseite der Lange 6" hangend gehaltener Wafer 
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1 mit einer auf der oberen Lange 1 7' bzw. in einer dortigen Aufnahme 18 mit ihrem 
Tragrahmen 4a angeordneten Tragfolie 3a zusammengefuhrt wird. 

Die Tragrahmen 4a mit ihren Tragfolien 3a werden jeweils an einer Aufgabestation 
5 mittels eines Pick-Und-Place-Elementes von einem Stapel 20 abgenommen und in 
jeweils eine Aufnahme 18 des Transportbandes 1 7 eingesetzt. 

In Transportrichtung A vor der Wendeeinrichtung 16 und nach der Wendeeinrichtung 
16 ist jeweils eine Rolle 21 bzw, 22 vorgesehen. Mit der Rolle 21 werden die Wafer 1 
0 und die Tragfolientelle 3' gegen das Transportband 7 angedruckt. Mit der Rolle 22 
erfolgt ein Andriicken der Wafer 1 bzw. der Halbleiterchips 2 mit ihrer dem 
Tragfolienteil 3' abgewandten Seite gegen die jeweilige Tragfolie 3a, 

An einer in Transportrichtung A des Transportbandes 7 auf die Rolle 22 folgenden 
5 Trenn- und Obergabestation 23 erfolgt schlieBlich das Abtrennen der Wafer 1 bzw. der 
Halbleiterchips 2 von den Tragfolienteilen 3' in der Weise, daB die Halbleiterchips 2 
auf der jewel I igen Tragfolie 3a verbleiben. Die Trenn- und Obergabestation 23 weist 
hierfur ein Umlenkelement 24 auf, an dessen senkrecht zur Transportrichtung A und 
parallel zur Ebene des Transportbandes 7 verlaufenden Umlenkkante 25 die 
0 Transportfolie um nahezu 180° umgelenkt wird, so daR sich hierbei die Chips 2 unter 
Beibehaltung ihrer Ordnung im Wafer 1 von dem jeweiligen Tragfolienteil 3' ablosen. 
Die Halbleiterchips 2 sind dann auf der jeweiligen Tragfolie 3a losbar gehalten, und 
zwar weiterhin unter Beibehaltung ihrer ursprunglichen Ordnung im Wafer 1. Das 
Transportband 7 bzw. die Transportfolie wird zusammen mit den an dieser 
5 Transportfolie haftenden Tragfolienteilen 3' nach der Umlenkkante 25 fur das 
Entsorgen zu einer Rolle 26 aufgewickelt. 
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Um das AblSsen der Halbleiterchips 2 von den Tragfolienteilen 3' an der Umlenkkante 
25 zu unterstutzen, ist dort eine von mehreren messerschneidenartigen Vorsprungen 
27 gebildete kammertige Struktur vorgesehen. Die Vorsprtinge 27 dienen als 
Niederhalter fur die Halbleiterchips 2 und verhindern, daS sich die Halbleiterchips 2 

5 an der Umlenkkante 25 von der jeweiligen Tragfolie 3a abheben. Die Vorsprtinge 27 
stehen hierfur in Transportrichtung C des Transportbandes 17 Uber die Umlenkkante 
25 vor und sind derart ausgebildet und angeordnet, dB& sich zwischen der parallel 
Oder im wesentlichen parallel zur Lange 1 7' des Transportbandes 17 erstreckenden 
Unterseite der VorsprGnge 27 und der Oberseite dieses Transportbandes 1 7 bzw. der 

.0 Oberseite der jeweiligen Tragfolie 3a ein Fuhrungsspalt fur jeden Halbleiterchip 2 
ergibt, dessen Hohe gleich oder in etwa gleich der Dicke des Wafers 1 ist. 

Damit die Vorspriinge 27 uber die Umlenkkante 25 in Transportrichtung vorstehen 
konnen und dennoch das Transportband 7 unmittelbar uber die Umlenkkante 25 
5 gefuhrt ist, sind die Vorspriinge 27 als Messer ausgebildet und durchtrennen das 
Transportband 7 vor dem Aufwickein auf die Rolle 26 in eine Vielzahl von Streifen. 

An einer Abnahmeposition 28 werden die in ihren Tragrahmen 4a gehaltenen und mit 
den Wafern 1 in gewendeter Form versehenen Tragfolien 3a von dem Transportband 
:0 17 abgenommen und fur die weitere Verarbeitung gestapelt (Stapel 29). 

Die Figur 4 zeigt in sehr vereinfachter Darstellung und im Schnitt die Montage eines 
gewendeten Halbleiterchips 2 auf einem Substrat 30, welches platten- oder 
plattchenartig aus einem isolierenden Material gefertigt ist und zumindest an seiner in 
5 der Figur 5 oben liegenden Oberflachenseite mit Kontaktflachen und Leiterbahnen 

versehen ist, beispielsweise in Form einer strukturierten Metal lisierung. Das Substrat 30 
besteht beispielsweise aus Kunststoff oder aus Keramik. Die Leiterbahnen 31 sind mit 
auBeren Anschlussen 32 verbunden. Der jeweilige Halbleiterchip 2 wird nach dem 
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vorstehend beschriebenen Wenden bzw. Flip- Chip-Prozess an einer entsprechenden 
Arbeitsstation mittels eines nicht dargestellten Pick-Und-Place-Elementes dem 
gewendeten und auf einer in einem Tragrahnnen 4a gehaltenen Tragfolie 3a abgelegten 
Wafer 1 entnommen und auf das Substrat 30 derart abgelegt, daR die Chipkontakte 2' 

5 mit den zugehorigen Kontaktflachen 31 in Beruhrung stehen. Durcli Anwendung von 
Hitze erfolgt dann ein Bonden, d.h. z.B. ein Verloten der Anschlusse 2' mit den 
Kontaktflachen 31 . Hierfur sind die Kontakte 2' und/oder die Kontaktflachen 31 mit 
einem entsprechenden Lot versehen. Durch eine isolierende Masse 33 wird der 
Halbleiterchip 2 zusatzlich auf dem Substrat 30 mechanisch verankert, und zwar 

10 beispielswelse vor dem Bonden oder Verloten der Anschlusse T mit den 
Kontaktflachen oder Leiterbahnen 31. Der Vorteil besteht u.a. darin, daR ein 
aufwendiges Draht-Bonden zum Verbinden der Kontaktflachen 2' mit auBeren 
Anschlussen 32 nicht notwendig ist. 

15 Das Pick-Und-Place-Element zum Aufsetzen des jeweiligen Halbleiterchips 2 in 
gewendeter Form ist beispielswelse Bestandteil eines Die-Bonders, mit dem die 
Halbleiterchips 2 auf die in einem Leadframe vormontierten Substrate 30 aufgesetzt 
und anschlieKend mit den Leiterbahnen 31 dieser Substrate verbunden werden; wobei 
die auSeren Anschlusse 32 dann von Stegen des Leadframes gebildet sind. 

10 

Die beschriebene Technik kann seibstverstandiich auch dazu verwendet werden, um 
auf einem Substrat 30, z. B. wiederum in einem Leadframe, mehrere Halbleiterchips 2 
vorzusehen, um so einen komplexeren, integrierten Schaltkreis herzustellen. 
Seibstverstandiich kann die beschriebene Technik auch dazu verwendet werden, um 
\S die Halbleiterchips 2 auf einem Substrat zu montieren, welches seinerseits von einem 
Halbleiterchip bzw. von einem integrierten Schaltkreis gebildet ist (Chip-on-Chip- 
Technologie). 
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Die Figuren 8-10 zeigen eine weitere mogliche AusfQhrungsform der Erfindung. 
Dargestellt ist in diesen Figuren wiederum der Transporteur 6 mit seinem der Trenn- 
und Ubergabeeinheit bzw. Station 23a vorausgehenden Abschnitt 6'. Auch be) dieser 
AusfQhrungsform ist der Transporteur 6 im wesentlichen von der selbstklebenden 

5 Transportfolie bzw. von denn selbstklebenden Transportband 7 gebildet, auf welchem 
in vorgegebenen Abstanden die Tragfolienreste 3' mit den an diesen haftenden 
Halbleiterchips 2 an die Trenn- und Gbergabeeinlieit 23 transportiert werden, und 
zwar in Transportrichtung A. Die Trenn- und Ubergabeeinheit 23 umfaSt wiederum 
das Umlenkelement 24 mit der Umlenkkante 25 uber die das Transportband 7 mit den 

10 Tragfolienteilen 3' zum Ablosen der Chips 2 gefuhrt ist, wobei allerdings be! der 
AusfQhrungsform der Figuren 6 - 10 die Rolle 26 zum Aufwickein des nicht mehr 
benotigten Transportbandes 7 sich unterhalb der Transportebene des Abschnittes 6" 
des Transporteurs 6 befindet. Die Tragfolienteile 3' mit den Chips 2 sind auf dem 
Transportband 7 so angeordnet, daB sich die Chips an der dem Umlenkelement 24 

15 abgewandten Seite des Transportbandes 7 bzw. des Tragfolienteils 3' befinden, und 
zwar entsprechend ihrer Anordnung auf dem Halbieiterwafer 1 in einer Vielzahl von 
Reihen, die senkrecht zur Transportrichtung A und bei der Darstellung der Figuren 6 - 
8 auch senkrecht zur Zeichenebene dieser Figuren sich erstrecken und von denen jede 
mehrere Chips 2 aufweist. Weiterhin ist die Anordnung so getroffen, da(5 die Chips in 

10 den einzelnen Reihen deckungsgleich angeordnet sind, d,h. jeder Chip einer Reihe R 
in einer Linie parallel zur Transportrichtung A mit einem Chip 2 einer benachbarten 
Reihe R liegt. 

Bestandteil der Trenn- und Ubergabeeinheit 23a ist weiterhin ein Ablageelement 34, 
>5 welches an die Umlenkkante 25 in Forderrichtung A anschlieBend eine Ablage 35 
bildet, und zwar mit einer Ablageflache, die parallel oder etwa parallel zur 
Transportebene TE liegt, die das Transportband 7 im Bereich des Umlenkelementes 24 
bzw. der Umlenkkante 25 aufweist, und zwar auf dem Niveau dieser Transportebene 
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Oder geringfugig unterhalb des Niveaus. Die Ablage bzw. die von dieser Ablage 
gebildete Flache ist so gewahit, daR auf der Ablage 35 eine vorgegebene Anzahi von 
Chip-Reihen R Platz findet, d.li. bei der dargestellten Ausfuhrungsform zwei Reihen R. 
Die Ablage 35 bzw. die von dieser Ablage gebildete Flache ist mit Vakuumoffnungen 

5 36 versehen, die mit einem Vakuumkanal 37 verbunden sind- Letzterer ist uber ein 
nicht dargestelltes Ventil zum Steuern des Vakuums an den Offnungen 36 mit einer 
ebenfalls nicht dargestellten Vakuum- oder Unterdruckquelle verbunden. Dutch einen 
nicht dargestellten Antrieb ist das Ablageelement 34 weiterhin in einer Achsrichtung 
parallel zur Transportrichtung A um einen vorgegebenen Horizontalhub (Doppelpfeil 

0 D) aus einer Ausgangsstellung, in der die Ablage 35 nahezu luckenlos an das 
Umlenkelement 24 im Bereich der Umlenkkante 25 anschliellt, in eine weitere 
Stellung bewegbar, in der ein etwas groSerer Abstand zwischen der Ablage 35 und der 
Umlenkkante 25 besteht. 

5 Bei der dargestellten Ausfuhrungsform ist das Ablageelement 34 von einer 
rechteckformigen Platte gebildet, die mit ihren Oberflachenseiten parallel zur 
Transportebene TE liegt und mit einer langeren Umfangsseite parallel zur Umlenkkante 
25, d.h. parallel zu einer in der Transportebene T liegenden und senkrecht zur 
Transportrichtung A verlaufenden Achse angeordnet. Die Ablage 35 ist von einer 

:0 Ausnehmung an der Oberseite des Ablageelementes 34 gebildet, die (Ausnehmung) zu 
dieser Oberseite sowie zu der der Umlenkkante 25 zugewandten Langsseite des 
Ablageelementes 34 hin offen ist. 

Bestandteil derTrenn- und Ubergabeeinheit 23a ist weiterhin ein plattenformiger 
»5 Schieber 38, der entsprechend dem Doppelpfeil E in einer Achsrichtung parallel zur 
Transportrichtung A zwischen einer Ausgangsstellung und einer Entstellung bewegbar 
ist, wobei der Schieber 38 in seiner Ausgangsstellung, die in der Figur 6 dargestellt ist, 
das Umlenkelement 24 bzw. die jeweilige an die Umlenkkante 25 mit dem 
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Transportband 7 geforderte Chipanordnung an der Oberseite dieser Chips 2 Ober eine 
Anzahl von Chipreihen R abdeckt, die wenigstens gleich der Anzahl der von der 
Ablage 35 aufgenommenen Chipreihen R ist, und gleichzeitig auch die Ablage 35 
abdeckt. Der Schieber 38 bildet mit seiner Unterseite somit eine Fiihrung fur die 
: Chipreihen R. Beim Abtrennen von den Tragfolienteilen 3' und bei der Obergabe an 
die Ablage 35. In der Entstellung, die in den Figuren 7 und 8 dargestellt ist, ist der 
Schieber 38 soweit zuriickgeschoben, daS er auch die Ablage 35 freigibt. 

Bestandteil der Trenn- und Ubergabeeinheit 23a ist weiterhin eine Pick-Up-Einheit 39, 
) die zwei leistenartige Pick-Up-Elemente 40 oder Vakuumhalter 40 aufweist, mit denen 
Jeweils in einem Arbeitsgang die beiden auf der Ablage 35 bereitstehenden Chipreihen 
R, die dort den Abstand x aufweisen, abgenommen und dann die Chips 2 dieser 
Reihen auf einen welteren Transporteur 41 abgesetzt werden, auf dem die Chips durch 
Haften, vorzugsweise unter Verwendung eines Vakuums gehalten sind und uber den 
5 die Chips 2 einer weiteren Verwendung zugefiihrt werden. Wie Figuren 9 und 1 0 
zeigen, sind die Chipreihen R jeweils in Transportrichtung F dieses Transporteurs 41, 
der von einem endlos umlaufenden Transportband gebildet ist, hintereinander 
angeordnet, und zwar jeweils zwei Chipreihen R quer zur Transportrichtung F 
voneinander beabstandet mir dem groBeren Abstand X und parallel zueinander. 

0 

Bei der dargestellten AusfOhrungsform liegt die Transportebene TE 41 des 
Transporteurs 41 parallel zur Transportebene TE 6 des Transporteurs 6. Die 
Transportrichtungen A und F verlaufen senkrecht zueinander. 

.5 Die Arbeitsweise der Trenn- und Obergabeeinheit 23 laSt sich, wie folgt beschreiben: 
Bei in die Ausgangsstellung befindlichem Schieber 38 werden durch Bewegen des 
Transportbandes 7 uber die Umlenkkante 25 die beiden in Transportrichtung A 
vorderen Chipreihen R von dem jeweiligen Tragfolienteil 3' getrennt und durch den 
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Schieber 38 gefuhrt auf die Ablage 35 geschoben. Das Ablageelement 34 befindet sich 
hierbei in seiner Ausgangsstellung. Im AnschluR daran wird der Schieber 38 aus seiner 
wirksamen Stellung in seine nicht wirksame Stellung zuruckbewegt und gleichzeitig 
auch das Aniageelennent 34 urn den Hub D von der Umlenkkante 35 wegbewegt, so 

5 daS der Abstand zwischen den auf der Ablage 35 abgelegten zwei Chipreihen R und 
der in Transportrichtung A vorderen, noch auf dem Tragfolienteil 3' im Bereich der 
Umlenkkante 25 vorhandenen Chipreihe R etwas vergrSBert. Dieser Zustand ist in der 
Figur 7 dargestellt. AnschlieSend wird die Pick-Up-Einheit 39 an die Ablage 35 derart 
heranbewegt, daB durch die Vakuumhalter 40 jeweils eine Chipreihe R erfaBt wird. 

0 Unter Abschalten des Vakuums an den Vakuumoffnungen 36 werden die Chipreihen 
dann mit dem sich nach oben bewegenden Vakuumhaltern 40 mitgenommen, wie dies 
in der Figur 8 dargestellt ist. Nach dem Abheben oder aber noch wahrend des 
Abhebens werden die beiden Vakuumhalter 40 senkrecht zu ihrer Langserstreckung 
auseinanderbewegt, so daB der kleinere Achsabstand x, den die Chipreihen R auf dem 

5 Transportband 7 entsprechend der Anordnung der Chips im Halbleiterwafer 1 

aufweisen, auf den groBeren Achsabstand X vergroBert (hierzu Figur 6). In diesem 
Zustand werden die Chipreihen (R) dann mit dem Vakuumhaltern 40 auf dem 
Transporteur 41 abgesetzt. Der groBere Abstand X entspricht dann beispielsweise dem 
Maschinenabstand einer anschlieBenden Vorrichtung. 

,0 

Wie in der Figur 6 angedeutet ist, kann bereits wahrend des Auseinanderbewegens der 
Vakuumhalter 40 bzw. wahrend des Spreizens der an diesen Vakuumhaltern 
gehaltenen Chipreihen R bei in die Arbeitsstellung zuruckbewegtem Schieber 38 das 
Aufschieben zweier weiterer Chipreihen R auf die Ablage 35 erfolgen, die dann 
15 ebenfalls bereits ihre Ausgangsstellung zuruckbewegt ist. 

Es versteht sich, daB fur die beschriebenen Vorgange die Bewegungen des 
Transportbandes 7, des Ablageelementes 34, des Schiebers 38, der Pick-Up-Einheit 39 
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und der Vakuumhalter 40 relativ zueinander sowie auch die Bewegung des 
Transporteurs 41 entsprechend synchronisiert sind. 

Zusatzllch zu den Vakuumhaltern 40, die mit ihrer Langserstreckung parallel zur 
5 Transportebene TE 6 und senkrecht zur Transportrichtung A angeordnet sind, bilden an 
ihrer Unterseite einer Aniageflache 41 fOr die Chips 2 der Chipreihen R. An der 
Aniageflache 41 sind in Langsrichtung der Vakuumhalter 40 gegeneinander versetzt 
VakuumSffnungen 42 vorgesehen. 

0 Bestandteil der Pick-Up-Einheit 39 ist weiterhin ein in den Figuren nicht dargestellter 
Pick-Up-Kopf, an dem die Vakuumhalter 40 in einer Achsrichtung senkrecht zu ihrer 
Langserstreckung und parallel zur Transportebene TE 6 relativ zueinander bewegbar 
sind, und zwar aus einer Ausgangssteliung, in der die Vakuumhalter 40 im 
wesentlichen unmittelbar aneinander anschlieBen und in der der Achsabstand jeder 

.5 Vakuumoffnung 42 eines Vakuumhalters 40 mit der benachbarten Vakuumoffnung 42 
des anderen Vakuumhalters 40 den Achsabstand x aufweist, in eine gespreizte 
Stellung, in der benachbarte Vakuumdffnungen 42 der Vakuumhalter 40 den groBeren 
Achsabstand X voneinander aufweisen. Die Vakuumhalter 40 sind an einem Kopf 43 
der Pick-Up-Einheit 39 vorgesehen, an dem ein Antrieb fOr das Spreizen der 

iO Vakuumhalter 40 vorgesehen ist und der seinerseits mit einem Antrieb fur die 

gesteuerte Bewegung der Pick-Up-Einheit 39 bzw. der Vakuumhalter 40 verbunden ist. 

Die Figur 1 1 zeigt nochmals in perspektivischer Darstellung den von einen 
umlaufenden Transportband gebildeten Transporteur 44, auf dem die beiden Reihen R 
15 der Bauelemente 2 gebildet sind, die beispielsweise bei dieser Ausfuhrung wiederum 
l-ialbleiterchips oder aber derartige Halbleiterchips aufweisende 
Halbleiterbauelemente sind. An dem in Transportrichtung F ruckwartigen Ende des 
Transporteurs 44 werden jeweils mittels einer Wende- oder Obergabeeinheit 45 jeder 
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Reihe R ein Bauelement 2 entnommen und schlieBlich die beiden Bauelemente 2 an 
einen sich in Riclitung des Pfeiles G bewegenden Transporteur 46 bzw. an dortige 
Vakuumhalter 47 ubergeben, und zwar jeweils ein Bauelement 2 an einen der in 
Transportrichtung G aufeinander folgenden Vakuumlialter 47. Diese sind an einem 
5 bandartigen Transportelement 48 vorgesehen, von dem lediglich eine verkurzte Lange 
wiedergegeben ist, das aber eine in sich geschlossene, endlos umlaufende Schlaufe 
bildet. Sowohl der Transportteur 44, als auch die Wendeeiniieit 45, als auch der 
Transporteur 46 werden jeweils synchron getaktet bewegt. 

.0 Die Wendeeinheit 45 besitzt einen urn eine horizontale Achse parallel zur 

Transportrichtung G umlaufende Trommel 49 {Pfeil H), an deren Umfang urn jeweils 
90° um die Trommelachse 50 versetzt Vakuumhalter 51 vorgesehen sind, und zwar 
jeweils paarweise in Richtung der Trommelachse 50 gegeneinander versetzt. Die 
Vakuumhalter 51 und auch die Vakuumhalter 47 sind so gesteuert, daB in jedem 

.5 Arbeitstakt mit zwei Vakuumhaltern 51 zwei Bauelemente 2 von dem Transporteur 44 
abgenommen und gleichzeitig zwei an den Vakuumhaltern 50 gehaltene Bauelemente 
2 an zwei Vakuumhalter 47 ubergeben werden. Jeweils nach zwei Drehschritten 
gelangen die beiden von dem Transporteur 44 abgenommenen Bauelemente 2 mit den 
zugehorigen Vakuumhaltern 51 an den Transporteur 46 zur Ubergabe an die dortigen 

>0 Vakuumhalter 47. Die Trommelachse 50 liegt senkrecht zur Transportrichtung F. 

Die Figur 12 zeigt nochmals die Unteransicht des Transportbandes 7 im Abschnitt 6" 
des Transporteurs 6, und zwar in Transportrichtung C kurz vor der Trenn- und 
Obergabeeinheit 23a, in der jeweils die Bauelemente bzw. Halbleiterchips 2 in Reihen 
>5 von dem Tragfolienrest 3' abgenommen (abgeschalt) und mit Hilfe der Pick-Up-Einheit 
39 wegbewegt, beispielsweise auf dem Transporteur 44 aufgesetzt werden. Wahrend 
bei der in den Figuren 6-10 der beschriebenen Ausfuhrung die Bauelemente bzw. 
Halbleiterchips 2 in einer der Form des Halbleiterwafers 1 entsprechenden Anordnung 
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auf dem Tragfolienrest 3' angeordnet sind, d.h. in einer Anordnung, in der die 
senkrecht zur Transportrichtung C verlaufenden Reihen R eine unterschiedliche Lange 
aufweisen, zeigt die Figur 12 eine Ausfuhrungsform, bei der die Bauelemente bzw. 
Halbleiterchips 2 in einer rechteckfSrmigen Anordnung 57 auf dem Tragfolienrest 3' 
5 und damit auf dem Transportband 7 vorgesehen sind, und zwar wiederum in Reihen, 
die in Transportrichtung C aufeinander folgen und sich senkrecht zu dieser 
Transportrichtung erstrecken sowie jeweils gleiche Lange aufweisen. Auch der 
Tragfolienrest 3' weist einen im wesentlichen rechteckfSrmigen Zuschnitt auf. 

0 Der Vorteil dieser Ausfuhrung besteht darin, daB in jedem Arbeitstakt der der Pick-Up- 
Einheit 39 entsprechenden Pick-Up-Einheit Reihen gleicher Lange iibertragen werden. 
Die Figuren 13 und 14 zeigen in vereinfachter Darstellung ein von der Funktion her 
den Trenn- und Transferelement 10 entsprechendes Trenn- und Transferelement 53. 
Dieses besteht wiederum im wesentlichen aus einem Saugkopf 53' mit einer an der 

5 Unterseite dieses Saugkopfes offenen Offnung 54 und einem diese Offnung 
umgebenden und mlt einer Dichtung versehenen Rand 55. Die Offnung 54 ist 
gesteuert mit Unterdruck beaufschlagbar. Am Umfang des dort rechteckfSrmig mit 
abgerundeten Ecken ausgebildeten Saugkopfes ist ein umlaufendes, eine geschlossene 
Schlaufe bildendes 56 vorgesehen, welches uber Rollen 57 gefuhrt ist, die jeweils an 

.0 den abgerundeten Ecken des Saugkopfes 53' vorgesehen sind. Wenigstens eine Rolle 
57 ist durch einen Antrieb 58 angetrieben, so daB sich das Band 56 in Richtung des 
Pfeiles I bewegt. An der unteren Langsseite des Bandes 56 ist eine Schneide 59 
gebildet, die iiber die von dem Rand 55 definierte Ebene der Unterseite des 
Saugkopfes 53' vorsteht. 

15 

Zum Abnehmen der Bauelemente 2 von der in dem Tragrahmen 4 gehaltenen Tragfolie 
3 wird der Saugkopf 53' auf die Oberseite der Tragfolie 3 derart abgesenkt, daB der die 
Bauelemente 2 aufweisende Teil der Tragfolie 3 in der Offnung 54 aufgenommen ist. 
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deren Tiefe gleich oder geringfugig grower ist als die Hohe der Bauelemente oder 
Halbleiterchips 2. Bereits beim Absenken des Saugkopfes 53' auf die Tragfoiie 3 wird 
diese von der Schneide 59 durchstochen. AnschlieBend wird die Offnung 54 mit 
einem Unterdruck beaufsciilagt, so daB die Tragfoiie 3 mit den dortigen Bauelementen 

5 oder Halbleiterchips durch Vakuum an dem Saugkopf 53' gehalten ist. Die 

Bauelemente stiitzen sich dabei mit ihrer der Tragfoiie 3 abgewandten Oberseite gegen 
den Boden der Offnung 54 ab, Durch Aktivieren des Antriebs 58 erfolgt ein voller 
Umlauf des Bandes 56 mit der Schneide 59, die dann die Tragfoiie 3 an einer im 
wesentlichen rechteckformigen, der Anordnung der Bauelemente 2 entsprechenden 

.0 und diese Anordnung umschlieBenden Trennlinie durchtrennt, womit das im 
wesentlichen rechteckformige Tragfolienteil 3' erhalten wird und auf das 
Transportband 7 aufgesetzt werden kann. 

Die Erfindung wurde voranstehend an Ausfuhrungsbelspielen beschrieben. Es versteht 
.5 sich, daB zahlreiche Anderungen sowie Abwandlungen moglich sind, ohne daB 
dadurch der der Erfindung zugrundeliegende Erfindungsgedanke verlassen wird. 
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Bezugszeichenliste 



1 


Halbleiterwafer 


2 


Halbleiterchip 


3, 3a 


Tragfolie (Blue-Foil) 


3', 3" 


Tragfolienteil oder -rest 


4, 4a 


Tragranmen 


5 


Aufgabestation 


6 


Transporteur 


6', 6" 


Abschnitt des Transporteurs 6 


7 


Transportband oder Transportfolie 


8 


Vorratsrolle fur das Transportband 6 


9 


Stapel aus Tragrahmen 4 mit Tragfolie 3 


10 


Trenn- und Transferelement 


10' 


Saugkopf 


11 


Ausnehmung 


12 


Aufnahmeposition 


12a 


Schneidposition 


12b 


Ablegeposition 


13 


Saugkopfrand 


14 


Vakuumnut 


15 


Schneidwerkzeug 


16 


Wendeei n ri chtu ng 


17 


Transportband oder Transporteur 


17' 


Transportbandlange 


18 


Aufnahme 


19 


Aufgabeposition 
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20 Stapel aus Tragrahmen 4a und Tragfolie 3a 

21, 22 Andruckwalze 

23, 23a Trenn- und Ubergabeeinheit 

5 24 Umlenkelement 

25 Umlenkkante 

26 Rolle 

27 Vorsprung 

28 Abnahmeposition 

10 29 Stapel aus Tragrahmen 4a mit Tragfolie 3a und gewendeten 

Wafern 1 bzw. Halbleiterchips 2 

30 Substrat 

31 Leiterbahn oder Kontakt 

32 auBerer AnschluS 

15 33 Isolier- und Fixiermasse 

34 Ablegeelement 

35 Ablage 

36 Vakuumoffnung 

37 Vakuumkanal 

iO 38 Hilfsfuhrung oder Schieber 

39 Pick-Up-Einheit 

40 Meh rfachvaku u nn ha Iter 

41 Aniageflache 

42 Vakuumdffnung 

15 43 Kopf der Pick-Up-Einheit 

44 Transporteur 

45 Wende- und Ubertragungseinheit 

46 Transporteur 
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47 Vakuumhalter 

48 Transportelement 

49 Trommel 

50 Trommelachse 
5 51 Vakuumhalter 

52 Bauelementeanordnung 

53 Trenn- und Transferelement 
53' Saukopf 

54 Offnung 
0 55 Rand 

56 Band 

57 Umlenkrolle 

58 Antrieb 

59 Schneide 

.5 

A, B, C Transportrichtung 

TE 6, TE 44 Transportebene 

R Chipreihe 

E Hub 

10 F, G, H Transportrichtung 

X, X Chipreihenabstand 

I Umlaufrichtung 



>5 
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Patentanspriiche 

1 . Verfahren zum Verarbeiten von elektrischen Bauelementen, insbesondere 
Halbleiterchips (2), die (Bauelemente) jeweils als Gmppe aus wenigstens zwei 
Bauelementen (2) mit einer ersten Seite auf einem ersten Tragermaterial (3) eines 
ersten TrSgers (4) losbar gehalten sind, dadurch gekennzeichnet, 

daB das erste Tragermaterial (3) in einem von den Bauelementen (2) nicht 

eingenommenen Randbereicii vom ersten Trager (4) abgetrennt wird, 

da& der die Bauelemente (2) aufweisende Tell (3') des ersten Tragermaterials (3) 

auf einen ersten Transporteur (6) aufgesetzt wird, und 

daB die Bauelemente (2) dann von dem ersten Tragermaterial (3') zum 

Aufbringen auf eine Ablage (3a, 4a, 44) abgenommen oder abgezogen werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB die Bauelemente (2) 
dann im Mehrfachnutzen von dem ersten Tragermaterial (3') zum Aufbringen auf 
eine Ablage (3a, 4a, 44) abgezogen werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB der die 
Bauelemente (2) aufweisende Teil (3') des ersten Tragermaterials (3) mit einer den 
Bauelementen abgewandten Seite auf den ersten Transporteur (6) aufgesetzt wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der erste TrSger ein das erste Tragermaterial (3) aufweisender erster 
Tragrahmen (4) ist. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, 
daB der zweite Trager ein in einem zweiten Tragrahmen (4a) gehaltenes zweites 
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Trager material (3a) ist. 



6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, 
daB das Ablegen der Bauelemente (2) auf dem zweiten Trager (3a, 4a) jeweils 

5 einzein erfolgt. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, 
daB das Ablegen der Bauelemente (2) auf dem zweiten Trager (3a, 4a) jeweils im 
Mehrfachnutzen, d. h. als Gruppe oder Teilgruppe erfolgt. 

0 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, 
daS die Gruppe von Bauelementen von einem Halbleiterwafer (1) gebildet ist, 
der in eine Vielzahl von auf dem ersten Tragermaterial (3) angeordneten 
Halbleiterchips (2) zertrennt ist. 

5 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, 
daS das Wenden auf einem den ersten Transporteur (6) bildenden Transportband 
(7) erfolgt, auf welchem die Bauelemente (2) uber einen Wendebogen (16) von 
einer Aufgabeposition (5) an eine Trenn- und Ubergabeposition (23) bewegt 

.0 werden. 



10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzelchnet, daB das den ersten 
Transporteur (6) blldende Transportband (7) von einer selbstklebenden 
Transportfolie gebildet ist. 

:5 

1 1 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, 
daft das Trennen der Bauelemente (2) an der Trenn- oder Ubergabeposition (23) 
dadurch erfolgt, daB das den ersten Transporteur (6) blldende Transportband (7) 
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zusammen mit den Teilen (3') des ersten Tragermaterials (3) von den am zweiten 
Trager (3a, 4a) mit ihrer zweiten Seite gehaltenen Bauelementen (2) abgezogen 
wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 1, dadurch gekennzeichnet, daS das Abziehen durch 
Umlenken des den ersten Transporteur (6) bildenden Transportbandes (7) an 
einer quer oder senkrecht zu einer Transportrichtung (A) des ersten Transporteurs 
(6) verlaufenden Umlenkkante (25) erfolgt. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die zweiten Trager (3a, 4a) auf einem zweiten Transporteur (1 7) an der 
Trenn- und Ubergabeposition (23) bereitgestelit werden, und zwar vorzugsweise 
jeweils zur Obergabe jeweils einer Gruppe von Bauelementen (2) an einen 
eigenen zweiten TrSger (3a, 4a). 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daS die zweiten Trager mit den Teilen (3') des ersten Tragermaterials (3) bzw. mit 
den auf diesen angeordneten Cruppen von Bauelementen (2) vor Erreichen der 
Trenn- und Ubergabestation (23) derart zusammengefuhrt werden, daB die 
Bauelemente (2) mit ihrer zweiten Seite bereits gegen einen der zweiten Trager 
(3a, 4a) aniiegen, wenn die Trenn- und Ubergabestation (23) erreicht ist. 

. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB bei Verwendung von ersten TrSgern in Form eines Tragrahmens (4) und einer 
in diesem Tragrahmen gehaltenen Tragerfolie (3) die TrSgerfolie in einem die 
Bauelemente (2) umgebenden Bereich durch eine Trenneinrichtung (1 5) vom 
Tragrahmen (4) getrennt und der die Bauelemente (2) aufweisende Teil (3') der 
Tragfolie (3) auf den ersten Transporteur (6) aufgesetzt wird. 
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzelchnet, 
daft die Bauelemente (2) an der Trenn- oder Ubergabeposition (23a) jeweils als 
wenigstens sine Bauelementereihe (R) an eine Ablage (35) ubergeben werden, 
von der die Bauelemente (2) mit Hilfe einer Pick-Up-Einheit (39) abgenommen 
i werden. 

1 6. Verfahren nach Anspruch 1 5, dadurch gekennzelchnet, daB wenigstens zwei 
Bauelementereihen (R) in einem Arbeitsschritt an der Trenn- und 
Ubergabeposition (23a) an die Ablage (35) ubergeben werden. 

) 

1 7. Verfahren nach Anspruch 1 5 oder 1 6, dadurch gekennzeichnet, daB jeweils 

. mehrere Bauelemente (2), vorzugsweise sSmtliche Bauelemente wenigstens einer 
Bauelementereihe (R) oder aber Bauelemente (2) einer Gruppe von mehreren 
Bauelementen gleichzeitig mit der Pick-Up-Einheit (39) von der Ablage (35) 
5 abgenommen werden. 

1 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, 
daS an der Ablage (35) Bauelemente (2) wenigstens zweier Bauelementereihen 
(R) gleichzeitig mit der Pick-Up-Einheit (39) abgenommen, und daB vor dem 

0 Ablegen der Bauelemente der Abstand der an der Pick-Up-Einheit gebildeten 

Reihen vergroBert wird. 

1 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Bauelemente (2) auf dem ersten Transporteur (6) in Transportrichtung (F) 

'.5 dieses Transporteurs jeweils die gleiche LSnge aufweisen. 

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daB die vom ersten Transporteuer (6) abgenommenen Bauelemente uber 
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wenigstens einen zweiten Transporteur (44) und/oder eine Wende-Einheit (45) an 
Aufnahmen (47) eines dritten Transporteurs (46) ubergeben werden. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
daft aus der die Bauelemente (2) tragenden Tragfolie (3) ein die Bauelemente 
aufweisenderTragfolienrest (3') ausgesclinitten wird, wobei der Tragfolienrest (3') 
einen kreisformigen oder rechteckf6rmigen oder quadratischen Zuschnitt 
aufweist. 

0 22. Vorrichtung zum Verarbeiten von elektrischen Bauelementen (2), insbesondere 
Halbleiterchips, die (Bauelemente) jeweils als Gruppe aus wenigstens zwei 
Bauelementen (2) mit einer ersten Seite auf einem ersten TrSgermaterial (3) eines 
ersten Tragers (4) losbar gehalten sind, gekennzeichnet 

durch Mittel (10, 53) zum Abtrennen eines eine Gruppe von Bauelementen (2) 
5 tragenden Teils (3') des ersten Tragermaterials (3) und zum Aufsetzen dieses Teils 

(3') auf eine TransportflSche eines ersten Transporteurs (6) an einer 
Aufgabestation (5), 

wobei der erste Transporteur (6) bzw. dessen Transportflache zwischen der 
Aufgabestation (5) und einer Trenn- oder Obergabestation (23) bewegbar ist, 
:0 sowie 

durch Mittel an der Trenn- oder Obergabestation (23, 23a) zum Abnehmen oder 
Abtrennen der Bauelemente (2) von dem die Bauelementen (2) tragenden Teil (3') 
des ersten Tragermaterials (3) fiir das Ablegen der Bauelemente (2) auf eine 
Ablage (3a, 4a, 44). 

•5 

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daB die Trenn- oder 
Obergabestation (23) so ausgebildet ist, daB das Ablegen der Bauelemente (2) auf 
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dem zweiten Trager (3a, 4a) jeweils einzein erfolgt. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daB die Trenn- oder 
Ubergabestation (23) so ausgebildet ist, daS das Ablegen der Bauelemente (2) auf 
dem zweiten Trager (3a, 4a) jeweils im Mehrfachnutzen, d. h. ais Gruppe oder 
Teilgruppe erfolgt. 

25. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, daB der erste Transporteur ein Transportband (7) aufweist. 

26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daft das Transportband 
(7) an einer die Transportflache bildenden Seite selbstklebend ausgefuhrt ist, 
vorzugsweise von einer selbstklebenden Folie gebildet ist. 

27. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, gekennzeichnet durch 
einen zweiten Transporteur (1 7) zum ZufQhren der zweiten Trager (3a, 4a) an die 
Trenn- und Ubergabestation (23). 

28. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dafi bei Ausbildung des ersten Transporteurs (6) in Form eines 
selbstklebenden Transportbandes (7) an der Trenn- oder Obergabestation (23) 
zum AblSsen der Bauelemente (2) von dem Transportband (7) bzw. von dem 
jeweiligen Rest (3') des ersten TrMgermaterials (3) Mittel zum Umlenken des 
Transportbandes (7) urn wenigstens 90° oder mehr vorgesehen sind. 

29. Vorrichtung nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet, daS die Mittel zum 
Umlenken von einer Umlenkkante (25) gebildet sind. 
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30. Vorrichtung nach Anspruch 29 dadurch gekennzeichnet, daS an der 
Umlenkkante (25) uber diese wegstehende und als Niederhalter fur die 
Bauelemente (2) dienende Vorsprunge (27) vorgesehen sind. 

5 31 . Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 

gekennzeichnet, daB an die Trenn- und Ubergabeposition (23a) anschlieBend 
eine Ablage (35) fur wenigstens eine Bauelementreihe (R) vorgesehen ist, und 
daB ein Pick-Up-Element (39) zum Abnehmen der Bauelemente (2) vorzugsweise 
zum Abnehmen der gesamten Bauelementereihe (R) oder zum gleichzeitigen 

.0 Abnehmen einer mehrere Bauelemente (2) aufweisenden Bauelementegruppe 

vorgesehen ist. 

32. Vorrichtung nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daB die Pick-Up-Einheit 
von wenigstens zwei Haltern (40) gebildet ist, und daB die Halter (40) zur 

.5 VergroBerung des Abstandes (x, X) relativ zueinander bewegbar sind. 

33. Vorrichtung nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daB jeder Halter (40) 
Aufnahmen oder Aniageflachen (41) fur mehrere Bauelemente (2) bildet. 

10 34. Vorrichtung nach Anspruch 32 oder 33, dadurch gekennzeichnet, daB die Halter 
Vakuumhalter (40) sind. 

35. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Mittel zum Abtrennen eines eine Gruppe von 
15 Bauelementen (2) tragenden Teils (30 des ersten TrSgermaterials und zum 

Aufsetzen dieses Teils (3') auf die Transportflache des ersten Transporteurs (6) 
von einem Saugkopf (10', 53') mit einer Schneid- oder Trenneinheit (1 5, 56, 59) 
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gebildet ist. 

36. Vorrlchtung nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daR die Schneid- oder 
Trenneinheit ein umlaufend angetriebenes Band (56) mit wenigstens einer 
Schneide (59) ist. 

37. Vorrichtung nach Anspruch 35 oder 36, dadurch gekennzeichnet, daR das Band 
(56) uber mehrere Rollen (57) am Saugkopf (53') zur Bildung einer im 
wesentlichen rechteckformlgen oder quadratischen Schlaufe gefuhrt ist. 
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